
Carbon
Pâte thermoconductrice Carbon

La pâte thermique avancée à nanoparticules de carbone établit 
une nouvelle référence en matière de refroidissement des 
composants électroniques. Grâce à son impressionnante 
conductivité thermique de 15,2 W/mK, elle dissipe e�icacement 
et rapidement la chaleur des processeurs, des GPU ainsi que 
d’autres composants générant des températures élevées. 
Sa formulation innovante a été conçue pour les utilisateurs 
les plus exigeants – des joueurs et overclockeurs 
aux professionnels de l’informatique, qui a�endent le plus haut 
niveau de stabilité et de performance.

Caractéristiques du produit:
conductivité thermique ultra-élevée de 15,2 W/mK,
contient des nanoparticules de carbone,
stabilité et fiabilité lors d’un fonctionnement prolongé,
polyvalence des applications,
application facile,
conformité à la directive RoHS.

Applications:
processeurs et GPU nécessitant les plus hautes performances 
de refroidissement,
ordinateurs de jeu et stations de travail,
composants nécessitant une dissipation thermique intensive 
et stable.

Propriétés physico-chimiques
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Compatibilité:
Pâte thermoconductrice Carbon est compatible avec une large 
gamme de matériaux, tels que l’aluminium, le cuivre et la 
céramique. Sa formulation empêche la corrosion 
électrochimique, garantissant la stabilité et la sécurité même 
dans des conditions de fonctionnement extrêmes.

Instructions d’utilisation:
Produit destiné exclusivement à un usage professionnel. Avant 
utilisation, lire a entivement la fiche de données de sécurité.
Avant utilisation, assurez-vous que les surfaces sont propres et 
sèches. Appliquez une petite quantité de pâte thermique au 
centre de la surface du composant. À l’aide de la spatule 
fournie, étalez uniformément la pâte en une fine couche sur 
toute la surface de contact. Montez ensuite le dissipateur 
thermique en veillant à ce qu’il soit fermement appliqué afin 
d’assurer un contact complet et un transfert thermique optimal.

Méthodes d’application

Conditionnement

Stockage:
Conserver dans un endroit bien ventilé, frais et sec. Maintenir 
les récipients hermétiquement fermés lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés. Protéger de l’exposition au rayonnement solaire.

Assistance technique:
AG TermoPasty fournit un support technique en répondant 
aux questions relatives aux spécifications techniques 
ainsi qu’à l’application de nos produits. Nous vous invitons 
à nous contacter par e-mail à l’adresse info@termopasty.pl.

A�ention:
Les données présentées dans ce document correspondent 
à l’état actuel de nos connaissances et décrivent les propriétés 
typiques ainsi que les applications du produit. Toutefois, 
la responsabilité de vérifier l’adéquation de ce produit  
à des applications spécifiques incombe à l’utilisateur. 
AG TermoPasty décline toute responsabilité quant 
aux résultats de l’utilisation du produit, les conditions 
de son emploi étant hors de notre contrôle.

*Nombre d’unités par emballage collectif
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